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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芯材に活性質を塗布して形成した積層体である電極板の端面を検査する端面検査方法で
あって、
　前記端面を撮影する撮影過程と、
　前記撮影過程で取得した画像データから前記電極板の領域を求める第１領域抽出過程と
、
　前記第１領域抽出過程で求めた電極板の領域の画像データを利用して当該領域に近似す
る矩形を求める第１矩形近似過程と、
　前記電極板の領域から前記矩形の領域の差分をとり、余った領域を予め決めた基準値と
の比較から活性質の積層方向に生じている欠陥部位を求める第１欠陥部位算出過程と、
　前記撮影過程で取得した画像データから前記芯材の領域を求める第２領域抽出過程と、
　前記第２領域抽出過程で求めた芯材の領域の画像データを利用して当該領域に近似する
矩形を求める第２矩形近似過程と、
　前記芯材の領域から前記矩形の領域の差分をとり、余った領域を予め決めた基準値との
比較から芯材の積層方向に生じている欠陥部位を求める第２欠陥部位算出過程と、　を備
えたことを特徴とする端面検査方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の端面検査方法において、
　前記第１矩形近似過程で求めた矩形と電極板の領域と合わせ込む第１フィッティング過
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程と、
　前記第２矩形近似過程で求めた矩形と芯材の領域を合わせ込む第２フィッティング過程
とを含み、
　前記第１欠陥部位算出過程は、前記電極板の領域からフィッティング後の前記矩形の領
域の差分をとり、余った領域を予め決めた基準値との比較から活性質の欠陥部位を求め、
　第２欠陥部位算出過程は、前記芯材の領域からフィッティング後の前記矩形の領域の差
分をとり、余った領域を予め決めた基準値との比較から芯材の欠陥部位を求める
　ことを特徴とする端面検査方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の端面検査方法において、
　前記第１領域抽出過程で求めた電極板領域と第１矩形近似過程で求めた矩形領域の差分
をとり、余った領域の面積に応じて電極板の長手方向に沿って画像を所定数に分割する分
割過程を含み、
　前記分割した画像ごとに第１矩形近似過程から第１欠陥部位算出過程を繰り返して活性
質の欠陥部位を求めるとともに、
　当該分割した画像ごとに、第２矩形近似過程から第２欠陥部位算出過程を繰り返して芯
材の欠陥部位を求める
　ことを特徴とする端面検査方法。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の端面検査方法において、
　前記第１領域抽出過程の後に、芯材および電極板のうち少なくとも電極板の領域を強調
する領域強調処理過程を備える
　ことを特徴とする端面検査方法。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の端面検査方法において、
　第２領域抽出過程の後に、芯材以外のノイズを除去するノイズ除去過程を備えた
　ことを特徴とする端面検査方法。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の端面検査方法において、
　前記電極板は、所定幅にスリットされた帯状であって、当該積層体を搬送しつつ端面を
連続的に撮影し、活性質の欠陥部位を求めるとともに、
　および芯材の欠陥部位を求める
　ことを特徴とする端面検査方法。
【請求項７】
　芯材に活性質を塗布して形成した積層体である電極板の端面を検査する端面検査装置で
あって、
　前記電極板の端面に向けて光を照射する照射ユニットと、
　光の照射された芯材の端面を撮影する撮影ユニットと、
　前記撮影ユニットで取得した画像データを利用して芯材および活性質の欠陥部位を検査
する画像処理ユニットとを備え、
　前記画像処理ユニットは、撮影ユニットで取得した画像データを記憶する記憶部と、
　前記記憶部から画像データを読み出し、当該画像データから前記電極板および芯材の領
域を求める領域抽出部と、
　前記電極板および芯材の領域の画像データを利用して各領域に近似する矩形を求める矩
形近似部と、
　前記芯材および電極板の領域から前記各矩形の領域の差分をとり、余った領域を予め決
めた各基準値との比較から芯材および活性質の積層方向に生じている欠陥部位を求める欠
陥部位算出部と
　を備えたことを特徴とする端面検査装置。
【請求項８】
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　請求項７に記載の端面検査装置において、
　前記画像処理ユニットは、矩形近似部で求めた各矩形を芯材および電極板の各領域に合
わせ込むフィッティング部を備え、
　前記欠陥部位算出部は、前記芯材および電極板の領域ごとにフィッティングにより求め
た各矩形の領域との差分をとり、余った領域を予め決めた各基準値との比較から芯材およ
び活性質の積層方向の欠陥部位を求める
　ことを特徴とする端面検査装置。
【請求項９】
　請求項７または請求項８に記載の端面検査装置において、
　前記画像処理ユニットは、電極板領域と矩形領域の差分をとり、余った領域の面積に応
じて電極板の長手方向に沿って画像を所定数に分割する分割判定部を備えた
　ことを特徴とする端面検査装置。
【請求項１０】
　請求項７ないし請求項９のいずれかに記載の端面検査装置において、
　前記領域抽出部で求めた芯材および電極板の画像のうち少なくとも電極板の領域を強調
する領域強調部を備える
　ことを特徴とする端面検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属薄または金属板などの芯材である電極板に塗布物質を塗布して形成した
積層体の端面を検査する端面検査方法および端面検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、芯材に活物質を塗布した積層体として、二次電池の電極板が知られている。金属
薄または金属板に活物質を塗布し、所定の枚葉状に切断した電極板を製造する過程で、電
極板の端面で発生する欠けやバリを検査している。具体的には、光の照射により発光する
背景色調板上に枚葉の電極板を載置し、照明装置によって電極板の表面に向けて光を照射
しながら当該電極板の表面をカメラで撮影する。
【０００３】
　取得した画像データに微分フィルタをかけて背景色調板、芯材および活物質からの光の
反射度合いの変化を微分処理し、画像データにおける濃淡レベルの変化によって電極板の
輪郭を強調している。その後、ノイズ処理を行って当該輪郭抽出データと予め定めた既定
値と比較する。当該既定値の範囲内に輪郭抽出データが収まっているかどうかによって、
電極板の欠けやバリを検出している（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－４０３８３号公報
【０００５】
　従来の検査方法を利用してバリの発生した電極板を除去して製造した二次電池であるに
も関わらず、不良品が発生している。そこで、当該不良品の発生原因を鋭意検討したとこ
ろ、次のような新たな知見を発明者等は得た。
【０００６】
　すなわち、従来の検査方法では電極板を平面視したときに、その幅方向からはみ出るバ
リを検出するのに有効に機能している。しかしながら、電極板を平面視したとき、バリは
幅方向のみならなす、その先端が上側または下側に向いているものも含まれる。これら上
下向きのバリを従来の検査では検出することができなかった。それ故に、絶縁物であるセ
パレータを介在させて複数枚の電極板を多層にしたとき、上下向きのバリがセパレータに
突き刺さって貫通し、セパレータを介して交互に積層された正極と負極の電極板が短絡し
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ていることが分かった。
【０００７】
　さらに、電極板のみならず、活物質表面の凹凸差の大きい箇所では、芯材と同様に上向
きのバリ状になっており、当該活物質が積層時に押しつぶされ、粉塵となって二次電池内
を汚染していた。
【０００８】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、芯材または芯材に活性質が塗
布された積層体である電極板の端面で発生しているバリを精度良く検出することのできる
端面検査方法および端面検査装置を提供することを主たる目的としている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
　すなわち、第１の発明は、芯材に活性質を塗布して形成した積層体である電極板の端面
を検査する端面検査方法であって、
　前記端面を撮影する撮影過程と、
　前記撮影過程で取得した画像データから前記電極板の領域を求める第１領域抽出過程と
、
　前記第１領域抽出過程で求めた電極板の領域の画像データを利用して当該領域に近似す
る矩形を求める第１矩形近似過程と、
　前記電極板の領域から前記矩形の領域の差分をとり、余った領域を予め決めた基準値と
の比較から活性質の積層方向に生じている欠陥部位を求める第１欠陥部位算出過程と、
　前記撮影過程で取得した画像データから前記芯材の領域を求める第２領域抽出過程と、
　前記第２領域抽出過程で求めた芯材の領域の画像データを利用して当該領域に近似する
矩形を求める第２矩形近似過程と、
　前記芯材の領域から前記矩形の領域の差分をとり、余った領域を予め決めた基準値との
比較から芯材の積層方向に生じている欠陥部位を求める第２欠陥部位算出過程と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　（作用・効果）　この方法によれば、積層体の断面、端面の領域と当該領域を形成する
画像データを利用して矩形を近似し、実際の積層体の領域と当該矩形の差分をとる。差分
により余った領域と予め決めた基準値との比較から芯材および活性質で発生しているバリ
などの欠陥部位を検出することができる。すなわち、電極板を構成する芯材および活性質
の端面を正面視したとき、電極板の表裏面側に向かって発生している上向きおよび下向き
のバリなどの欠陥部位を精度よく検出することができる。
【００１１】
　上記方法において、前記第１矩形近似過程で求めた矩形と電極板の領域と合わせ込む第
１フィッティング過程と、
　前記第２矩形近似過程で求めた矩形と芯材の領域を合わせ込む第２フィッティング過程
とを含み、
　前記第１欠陥部位算出過程は、前記電極板の領域からフィッティング後の前記矩形の領
域の差分をとり、余った領域を予め決めた基準値との比較から活性質の欠陥部位を求め、
　第２欠陥部位算出過程は、前記芯材の領域からフィッティング後の前記矩形の領域の差
分をとり、余った領域を予め決めた基準値との比較から芯材の欠陥部位を求めることが好
ましい。
【００１２】
　この方法によれば、実際の芯材および活性質のそれぞれの領域に矩形をフィッティング
させるので、バリを精度よく検出することができる。つまり、本来矩形内に収まっていな
ければならない、芯材および活性質の両端面形状からはみ出る部位が求められる。当該部
位のバリなどを芯材および活性質の欠陥部位とみなすことができる。
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【００１３】
　上記方法において、前記第１領域抽出過程で求めた電極板の領域と第１矩形近似過程で
求めた矩形領域の差分をとり、余った領域の面積に応じて電極板の長手方向に沿って画像
を所定数に分割する分割過程を含み、
　前記分割した画像ごとに第１矩形近似過程から第１欠陥部位算出過程を繰り返して活性
質の欠陥部位を求めるとともに、
　当該分割した画像ごとに、第２矩形近似過程から第２欠陥部位算出過程を繰り返して芯
材の欠陥部位を求めることが好ましい。
【００１４】
　この方法によれば、電極板を長手方向に分割してから再度矩形近似をするので、矩形を
長方形または正方形に近い形状として求めることができる。すなわち、電極板が長手方向
に波打っている場合や湾曲している場合に発生しがちな誤差を無くすことができ、欠陥部
位をより精度よく求めることができる。
【００１５】
　また、上記方法において、第１領域抽出過程の後に、芯材および電極板のうち少なくと
も電極板の領域を強調する領域強調処理過程を備えることが好ましい。
【００１６】
　この方法によれば、正確に取得しきれていない画像データ部分を補完し、芯材および電
極板の領域を強調することができる。
【００１７】
　また、上記方法において、第２領域抽出過程の後に、芯材以外のノイズを除去するノイ
ズ除去過程を備えることが好ましい。
【００１８】
　つまり、ノイズを除去することにより、芯材の形状がより精度よく特定され、当該芯材
から連続的に上向きまたは下向きに伸びるバリなどの欠陥部位をより精度よく求めること
ができる。
【００１９】
　なお、上記方法において、所定幅にスリットされた帯状の電極板の端面を検査するのに
適用させることができる。
【００２０】
　また、この発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
【００２１】
　すなわち、芯材に活性質を塗布して形成した積層体である電極板の端面を検査する端面
検査装置であって、
　前記積層体の端面に向けて光を照射する照射ユニットと、
　光の照射された芯材の端面を撮影する撮影ユニットと、
　前記撮影ユニットで取得した画像データを利用して芯材および活性質の欠陥部位を検査
する画像処理ユニットとを備え、
　前記画像処理ユニットは、撮影ユニットで取得した画像データを記憶する記憶部と、
　前記記憶部から画像データを読み出し、当該画像データから前記電極板および芯材の領
域を求める領域抽出部と、
　前記電極板および芯材の領域の画像データを利用して各領域に近似する矩形を求める矩
形近似部と、
　前記芯材および電極板の領域から前記各矩形の領域の差分をとり、余った領域を予め決
めた各基準値との比較から芯材および活性質の積層方向に生じている欠陥部位を求める欠
陥部位算出部と
　を備えたことを特徴とする。
【００２２】
　この構成によれば、上記方法を好適に実施することができる。
【００２３】



(6) JP 5730616 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

　なお、当該構成において、前記画像処理ユニットは、矩形近似部で求めた各矩形を芯材
および電極板の各領域に合わせ込むフィッティング部を備え、
　前記欠陥部位算出部は、前記芯材および電極板の領域ごとにフィッティングにより求め
た各矩形の領域との差分をとり、余った領域を予め決めた各基準値との比較から芯材およ
び活性質の積層方向の欠陥部位を求めることが好ましい。
【００２４】
　この構成によれば、電極板が湾曲または波打っている場合、近似した矩形も湾曲の傾き
に応じて傾く。このとき、実際の電極板および芯材の画像領域の四隅に近似した矩形の四
隅は重ならない。しかしながら、フィッティングした矩形は重なる。したがって、画像領
域全体から欠陥部位をより精度よく検出することができる。
【００２５】
　なお、当該構成において、画像処理ユニットは、電極板領域と矩形領域の差分をとり、
余った領域の面積に応じて電極板の長手方向に沿って画像を所定数に分割する分割判定部
を備えることが好ましい。
【００２６】
　この構成によれば、表示されている電極板を長手方向に沿って複数個に画像に分割する
ことにより、当該電極板の領域にフィッティングさせる近似矩形を長方形または正方形に
近づけることができる。したがって、電極板が湾曲または波打っている場合であっても、
その端面に発生している欠陥部位をより精度よく検出することができる。
【００２７】
　また、この構成において、領域抽出部で求めた芯材および電極板の画像のうち少なくと
も電極板の領域を強調する領域強調部を備えることが好ましい。
【００２８】
　この構成によれば、正確に取得しきれていない画像データ部分を補完し、芯材および電
極板の領域を強調することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の端面検査方法および端面検査装置によれば、積層体である電極板を構成する芯
材と活性質の端面に沿って上向きおよび下向きのバリなどの欠陥部位を精度よく検出する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本実施例に係る端面検査装置の概略構成図である。
【図２】電極板の端面検査を示す図１のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図３】実施例装置の概略構成を示すブロック図である。
【図４】実施例装置による検査処理を示すフローチャートである。
【図５】塗布物質の欠陥部位を求めるフローチャートである。
【図６】芯材の欠陥部位を求めるフローチャートである。
【図７】電極板を撮像した画像である。
【図８】二値化処理後の塗布物質を強調した領域画像である。
【図９】塗布物質の矩形近似処理の模式図である。
【図１０】塗布物質のフィッティング処理の模式図である。
【図１１】分割後の塗布物質の矩形近似処理の模式図である。
【図１２】分割後の塗布物質のフィッティング処理の模式図である。
【図１３】分割画像の塗布物質から欠陥部位を求める模式図である。
【図１４】芯材の領域画像である。
【図１５】分割後の芯材の領域画像である。
【図１６】分割後の芯材の矩形近似処理の模式図である。
【図１７】分割後の芯材のフィッティング処理の模式図である。
【図１８】分割画像の芯材から欠陥部位を求める模式図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、図面を参照して本発明の一実施例を説明する。なお、本実施例では、図３に示す
ように、二次電池（例えば、リチウムイオン電池など）に利用する芯材４の両面に塗布物
質５（例えば、活物質など）の塗布された正極または負極用の電極板３を利用している。
ボビンに巻回された長尺の当該電極板３を長手方向に沿って所定幅に切断した当該端面に
発生しているバリなどの欠陥部位を検査する装置を例に採って説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の実施例に係る端面検査装置の概略構成を示す図である。
【００３３】
　この端面検査装置は、光学ユニット１と画像処理装置２などから構成されている。
【００３４】
　光学ユニット１は、ガイドローラ６によって所定のテンションの付与された電極板３の
端面に向けて配備された光学カメラ７、電極板３の撮影領域に向けて光を照射する照射ユ
ニット８および電極板３を挟んで光学カメラ７に対向配備された背景板９などから構成さ
れている。
【００３５】
　背景板９としては、撮影対象物に応じて、反射用の白色板または光を吸収する黒色板な
どを適宜に変更する。なお、本実施例では黒色板を利用している。
【００３６】
　画像処理装置２は、図３に示すように、撮影条件などを設定入力する操作部１０、設定
入力画像や撮影した画像を表示する表示部１１および電極板３の端面に発生している欠陥
部位を求める画像処理ユニット１２などを備えている。
【００３７】
画像処理ユニット１２は、記憶部１３、領域抽出部１４、領域強調部１５、矩形近似部１
６、分割判定部１７および欠陥部位算出部１８を備えている。なお、当該画像処理ユニッ
ト１２を構成する各部の機能については、図４から図６に示すフローチャートを利用し、
以下の当該実施例装置の動作説明において詳述する。
【００３８】
　＜ステップＳ１＞　条件設定
　検査対象の電極板３の全長、幅、芯材４および塗布物質５の厚みなどが、操作部１０か
ら入力または表示部１１に表示されている情報から選択される。また、芯材４および塗布
物質５の欠陥部位の判定に利用する基準値や設定値なども予め設定入力される。これら設
定条件は、記憶部１３に格納される。
【００３９】
　＜ステップＳ２＞　画像取得
　条件設定が完了し、電極板３の搬送と同時に光学カメラ７が電極板３の端面の撮影を開
始する。撮影された図７に示す画像の当該画像データは、リアルタイムに記憶部１３に記
憶されてゆく。記憶された画像データは、領域抽出部１４によって読み出され、二値化処
理される。その後、当該二値化処理された画像データに基づいて、第１領域抽出側と第２
領域抽出側の２つの処理が並列で実行される。そこで、先ず、第１領域抽出の処理につい
て説明する。なお、第１領域抽出側の処理系統では、電極板３の外形から塗布物質５に発
生しているバリを検出している。
【００４０】
　＜ステップＳ３＞　第１領域抽出
　領域抽出部１４は、先ず、電極板３の領域、すなわち、塗布物質５の領域を求める。例
えば、画像に表示される撮影対象物は、背景板９および電極板３である。また、電極板３
は、芯材４と塗布物質５から構成されている。これら３つの物質は、反射率が異なる。つ
まり、金属薄である芯材４の輝度が最も高く、塗布物質５、背景板９の順に輝度が低くな
ってゆく。そこで、二値化処理の画像データにおいて、０から２５５階調の範囲で各物質
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の濃淡レベルに応じたものを実験などのよって予め基準値を求めておき、取得した実画像
データと基準値を比較し、図８に示すように、塗布物質５の領域のみを求める。
【００４１】
　＜ステップＳ４＞　領域強調処理
　領域強調部１５は、求めた塗布物質５の領域画素に対して膨張および収縮させるクロー
ジング処理を少なく１回行う。このとき、塗布物質５の端面に凹凸または切断時の粉塵の
付着による光の拡散によって生じる輝度ムラなどの影響で欠損する画素が補完される。し
たがって、図８に示すように、連続的に繋がった塗布物質５の領域が強調される。なお、
当該領域強調処理は、クロージング処理以外にフィルタリング処理を利用してもよい。
【００４２】
　＜ステップＳ５＞　第１矩形近似処理
　矩形近似部１６は、抽出した塗布物質５の領域の輪郭座標を利用して最小二乗法により
、図９に示すように、実際の塗布物質５の領域に近似させた矩形領域２０を求める。
【００４３】
　＜ステップＳ６＞　比較処理
　ステップＳ４で求めた塗布物質５の領域とステップＳ５で求めた矩形領域の差分をとる
。
【００４４】
　＜ステップＳ８＞　分割判定
　分割判定部１７は、ステップＳ６で差分し、余った領域、すなわち、図１０に示す近似
矩形からはみ出るハッチング部分の面積を算出する。当該面積に応じて電極板３の画像を
長手方向に最適となる分割数を求める。例えば、実験などにより予め決めた設定値で当該
面積を除算し、その値を四捨五入したときの値が２以上であれば、分割有りと判定し、２
未満であれば分割不要と判定する。なお、当該判定は設定条件などによって適宜変更され
る。例えば、分割演算結果が“０”または“１”となるように設定し、“０”の場合には
分割無とし、“１”の場合は分割有と判定してもよい。
【００４５】
　すなわち、余った領域の面積が大きい場合ほど、電極板３が湾曲している。したがって
、後の矩形近似処理の際に、求める矩形と実際の塗布部材５の輪郭とが略一致するような
値を設定値とする。
【００４６】
　判定の結果、分割が必要な場合はステップＳ１０内のステップＳ１１にすすむ。分割が
不要な場合はステップＳ１２にすすむ。
【００４７】
　＜ステップＳ１０＞　第１欠陥部位算出
　当該ステップＳ１０では、塗布物質５の欠陥部位を求める。当該欠陥部位を求めるため
に、図５に示すように、以下のステップＳ１１からステップＳ１５の処理が繰り返し実行
される。
【００４８】
　＜ステップＳ１１＞　分割処理
　ステップＳ８で求めた分割数に応じて、画像データを分割する。
【００４９】
　＜ステップＳ１２＞　矩形近似処理
　矩形近似処理部１６は、分割画像ごとに矩形近似処理を実行する。本実施例では３分割
され、図１１に示すように、その左側の画像から塗布物質５の領域に近似する矩形領域２
０を求める。例えば、塗布物質５の領域の輪郭座標を利用して最小二乗法により実際の塗
布物質５の領域に近似させた矩形領域２０を求める。
【００５０】
　＜ステップＳ１３＞　第１フィッティング処理
　矩形近似処理が完了すると、図１２に示すように、分割画像内の塗布物質５の領域の四
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隅と近似矩形の四隅とが一致するようにフィッティング処理を行う。
【００５１】
　＜ステップＳ１４＞　欠陥部位算出
　欠陥部位算出部１８は、図１３に示すように、分割された塗布物質５の領域とフィッテ
ィング後の矩形領域の差分をとり、矩形領域からはみ出る部分を塗布物質５の欠陥部位候
補として求める。
＜ステップＳ１５＞　欠陥判定処理
　欠陥部位算出が完了した後、算出した欠陥部位候補に対し、予め決めた欠陥基準値との
比較から欠陥の判定を行う。この判定により、最終的に致命的となり得る欠陥部位２１の
みを算出する。ここで、致命的な欠陥部位２１とは、電極板３をセパレータを介して積層
したとき、セパレータを貫通しきる恐れのある高さに設定される。したがって、セパレー
タの厚みなどのよって適宜に変更される。
【００５２】
　＜ステップＳ３０＞　分割数＝計数値
　欠陥部位算出部１８は、ステップＳ８で求めた分割数に達したかどうかを判別する。所
定数に達すれば、ステップＳ３１にすすむ。所定数に達していなければ、所定数に達する
までステップＳ１２からの処理が繰り返される。
【００５３】
　次に、第２輪郭算出の処理について説明する。なお、第２輪郭算出側の処理系統では、
芯材４に発生しているバリなどを検出している。
【００５４】
　＜ステップＳ７＞　第２領域抽出
　領域抽出部１４は、取得した画像データと予め決めた芯材４の基準値を比較し、図１５
に示すように、芯材４の領域を求める。その後、ステップＳ８における分割判定の結果が
、ステップＳ２０内のステップＳ２１またはステップＳ２２に送られる。
【００５５】
　＜ステップＳ２０＞　第２欠陥部位算出
　当該ステップＳ２０では、分割判定部１７の判定結果に応じて芯材４の欠陥部位を、図
６に示すように、以下のステップＳ２１からステップＳ２５の処理が繰り返し実行される
。
【００５６】
　＜ステップＳ２１＞　分割処理
　ステップＳ８で求めた分割数に応じて、画像データを分割する。
【００５７】
　＜ステップＳ２２＞　矩形近似処理
　矩形近似部１６は、図１５に示すように、分割処理により分割された芯材４の領域から
、図１６に示す、外乱などの影響で途切れて映っている芯材の各々に対し、外接または近
似させた複数個の矩形領域２２を求める。この求めた各矩形領域２２より重心位置の座標
ｐおよび芯材厚み方向の長さを求める。
【００５８】
　次に、求めた各矩形領域の重心位置の芯材厚み方向の座標値の総和からの平均値を求め
る。そして、分割した画像の長手方向の中心と当該の平均値を中心の位置をＰとし、長手
方向は分割した画像の長さ、短手方向は求めた各矩形領域２２の芯材厚み方向の長さの平
均値に芯材厚み許容量を加算した長さの矩形領域２３を求める。
【００５９】
　＜ステップＳ２３＞　第２フィッティング処理
　図１７に示すように、求めた矩形領域２３に対し、画面に映り込んでいる芯材４の左右
両端の座標と求めた近似矩形の四隅の座標とが、同じ垂線直線上に位置するようにフィッ
ティング処理を行う。なお、このとき、近似した矩形２３の四隅の座標が、画面上で左右
両端の芯材４の座標と一致するようにフィッティング処理してもよいし、上下の辺が画面
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上で左右両端の芯材４の上下座標を通るよう、幅方向に拡大した矩形を用いてフィッティ
ング処理してもよい。
【００６０】
　＜ステップＳ２４＞　欠陥部位算出
　欠陥部位算出部１８は、図１８に示すように、分割された芯材４の領域とフィッティン
グ後の矩形領域の差分をとり、矩形面先からはみ出る部分を芯材４の欠陥部位候補として
求める。
＜ステップＳ２５＞　欠陥判定処理
　欠陥部位算出が完了した後、算出した欠陥部位候補に対し、予め決めた欠陥基準値との
比較から欠陥の判定を行う。この判定により、最終的に致命的となり得る欠陥部位２４の
みを算出する。ここで、致命的な欠陥部位２４とは、電極板３をセパレータを介して積層
したとき、塗布物質５の厚み分を超えてセパレータを貫通しきる恐れのある高さに設定さ
れる。したがって、塗布物質５の厚みおよびセパレータの厚みなどのよって適宜に変更さ
れる。
【００６１】
　＜ステップＳ３０＞　分割数＝計数値
　欠陥部位算出部１８は、ステップＳ８で求めた分割数に達したかどうかを判別する。所
定数に達すれば、ステップＳ３１にすすむ。所定数に達していなければ、所定数に達する
までステップＳ２２からの処理が繰り返される。
【００６２】
　＜ステップＳ３１＞　処理長さの判定
　ステップＳ１からステップＳ３１までの一巡の処理が完了すると、予め設定した電極板
５の処理長さに達したどうかを判定する。所定長さに達すれば、処理を完了する。所定長
さに達していなければステップＳ２からの処理が繰り返される。
【００６３】
　上述のように、二次電池の端面の領域と当該領域を形成する輪郭座標から矩形を近似し
、実際の二次電池の領域と当該矩形をフィッティングさせることにより、本来矩形内に収
まっていなければならない、芯材４および塗布物質５の両断面形状からはみ出る上向きお
よび下向きの部位をバリなどの欠陥部位として検出することができる。
【００６４】
　また、テンション不足などにより二次電池が長手方向（搬送方向）に湾曲または波打っ
ている場合であっても、撮影した画像データを所定数に分割してから矩形近似をするので
、湾曲などによる誤差を抑えることができ、欠陥部位をより精度よく求めることができる
。
【００６５】
　本発明は上述した実施例のものに限らず、次のように変形実施することもできる。
【００６６】
　（１）上記実施例において、芯材４の欠陥部位を求める前に、ノイズ除去処理を行って
もよい。ノイズ除去の方法としては、芯材４の領域画像データから芯材４の重心座標を求
め、当該重心座標が芯材４の厚み相当する閾値を超える部位の画像をノイズとみなして除
去する。
【００６７】
　また、別の方法として、画像データを画素単位で収縮、膨張の順で処理するオープン処
理によってノイズ除去を行ってもよい。
【００６８】
　（２）上記実施例装置は、領域強調部１５を利用していたが、撮像対象の領域が二値化
処理で精度よく求めることができる場合、当該機能を利用しなくてもよい。
【００６９】
　（３）上記実施例装置では、領域抽出部１４によって読み出された画像データを二値化
処理し、領域抽出を行っているが、読み出された画像データに対し、フィルタ処理などを
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用いてエッジ強度画像を求め、当該エッジ強度画像の二値化処理を行い領域抽出を行って
もよい。
【００７０】
　（４）上記実施例装置では、芯材４および塗布物質５の各領域内と矩形の差分によって
欠陥部位を求めているが、座標ごとに偏差を求め、当該偏差の絶対値と予め決めた基準値
との比較によって求めてもよい。この場合、基準値は、芯材４および塗布物質５の厚み＋
許容誤差に設定することができる。
【００７１】
　（５）上記実施例装置において、ステップＳ３の第１領域抽出とステップＳ７の第２領
域抽出を並列処理せずにステップＳ３の後にステップＳ７を挿入し、シリアル処理しても
よい。同様に、ステップＳ１０の第１欠陥部位算出とステップＳ２０の第２欠陥部位算出
を並列処理せずに図４のステップＳ１０の後にステップＳ２０を挿入し、シリアル処理し
てもよい。
【００７２】
　（６）上記実施例装置は、枚葉に切断した二次電池にも利用することができる。
【符号の説明】
【００７３】
　　１　…　光学ユニット
　　２　…　画像処理装置
　　３　…　電極板
　　４　…　芯材
　　５　…　塗布物質
　１２　…　画像処理ユニット
　１３　…　記憶部
　１４　…　領域抽出部
　１５　…　領域強調部
　１６　…　分割判定部
　１７　…　矩形近似部
　１８　…　欠陥部位算出部
　１９，２０，２２，２３…矩形領域
　２１，２４…欠陥部位
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